
晶体硅光伏组件检测机构

产品名称 晶体硅光伏组件检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
晶体硅光伏组件是一种利用太阳能转化为电能的设备，主要由晶体硅太阳能电池片构成。这些电池片通常由单晶硅或多晶硅材料制成，并通过特定的加工工艺连接在一起。每个电池片的两面分别涂有n型和p型半导体材料，形成一个p-n结，当太阳光照射到电池片上时，电池片中的电子和下面的正负极发生反应，产生电流。

晶体硅光伏组件的结构包括玻璃、EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）、电池片、EVA、TPT（透明背板）和铝边框等多个部分。玻璃作为保护层，位于硅片的正面，能够透过太阳光线并保护硅片不受外界影响。背板位于硅片的背面，起到支撑和耐高温、耐腐蚀的作用，有些背板还附带有散热器等附件。边框用于固定玻璃和背板，通常使用铝合金或不锈钢材料。卡扣则将玻璃和边框、背板牢固固定在一起，需要具有耐高温、强韧性等特点。接线盒则负责将电池片的电流集中到一起，并通过电线输出。

晶体硅光伏组件的设计核心在于封装损失/组件效率、耐候性、安全性，以及如何最大化及如何保证户外实际使用25年以上等。它们常用于太阳能发电系统中，如家庭、商业和工业等领域的电力供应。

关于晶体硅光伏组件，北京清析技术研究院可提供低辐照条件下的性能、初始稳定性试验、外观检查、接地连续性、湿冻试验、湿漏电试验、湿热试验、热循环试验、紫外预处理试验、绝缘试验、静态机械载荷试验、电势诱导衰减试验、低辐照度下性能测试、冰雹试验、反向电流过载试验、引出端强度试验、温度系数测量、稳定性试验、低辐照度下的性能、户外曝晒试验、稳定试验、组件标称工作温度的测量、部分参数、静态载荷试验、PID试验、低温试验、修改、光伏组件盐雾蚀试验、入射角影响的测量等检测项目。

检测方法
晶体硅光伏组件EL测试是一种非破坏性测试方法，通过在组件背面施加电压，使组件辐射出可见光，然后使用相机拍摄组件的照片。通过分析照片中出现的亮点、暗点等特征，可以判断出组件是否存在缺陷。
在EL测试中，常见的缺陷包括细小裂纹、污染、气泡、焊点问题等。细小裂纹是由于光伏组件在生产过程中产生的温度应力和机械应力引起的。在EL图像中，细小裂纹会呈现为条状或弧状的亮线，通常与电池片之间的连接有关。污染是指组件表面存在的杂质，如灰尘、油渍等。在EL图像中，污染会呈现为不规则的暗斑点，通常分布在整个组件表面。气泡是由于生产工艺不当或材料质量问题导致的。在EL图像中，气泡通常呈现为圆形或半圆形的亮斑点。焊点问题主要包括焊接不良、焊点开路等。在EL图像中，焊接不良的区域会显示为不规则形状的亮斑，而焊点开路则没有亮斑。
针对这些常见的缺陷，可以采取一些措施进行分析和修复。对于细小裂纹，可以通过改善工艺和材料选择来减轻温度和机械应力，同时加强的胶水的粘合度。对于污染问题，可以通过增加清洗步骤或改进清洗工艺来减少。对于气泡问题，可以通过改进生产工艺和选择更好的材料来避免气泡形成。对于焊接问题，可以通过调整焊接参数、提高焊接工艺的稳定性来改善。

检测标准
1、DB64/T 1971-2023 晶体硅光伏组件回收规范
2、T/SZBX 061-2021 低衰减晶体硅光伏组件
3、T/ZZB 0091-2016 地面用晶体硅光伏组件
4、T/CPIA 0043-2022 晶体硅光伏组件报废指南
5、DB13/T 2349-2016 晶体硅光伏组件质量保障要求
6、DB65/T 3708-2015 地面用晶体硅光伏组件技术条件
7、DB61/T 515-2011 地面用晶体硅光伏组件检验规则
8、SJ/T 11550-2015 晶体硅光伏组件用浸锡焊带
9、T/CPIA 0046-2022 晶体硅光伏组件用定位胶带
10、T/JSAS 001-2017 晶体硅光伏组件包装运输试验规范



11、T/CASME 487-2023 离网型地面用晶体硅光伏组件
12、T/CSTM 00464-2022 晶体硅光伏组件室内热斑耐久性测试
13、T/CPIA 0034-2022 晶体硅光伏组件用局部边框技术要求

以上就是关于晶体硅光伏组件检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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